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二、内容简介
第一章 中国半导体晶圆片概述
　　第一节 产业定义、基本概念
　　第二节 基本特点
　　第三节 产品分类

第二章 中国半导体晶圆片产业分析
　　第一节 国际产业发展总体概况
　　　　一、半导体晶圆片产业国际现状分析
　　　　二、半导体晶圆片产业主要国家和地区情况
　　　　三、半导体晶圆片产业国际发展趋势分析
　　　　四、2007国际市场发展概况
　　第二节 我国半导体晶圆片产业的发展状况
　　　　一、产业发展基本情况
　　　　二、产业的总体现状
　　　　三、行业发展中存在的问题
　　　　四、2007我国行业发展回顾

第三章 2007-2008年中国市场分析
　　第一节 我国整体市场规模
　　　　一、总量规模
　　　　二、增长速度
　　　　三、各季度市场情况
　　第二节 我国市场发展现状分析
　　第三节 原材料市场分析
　　第四节 区域市场分析
　　第五节 市场结构分析
　　　　一、产品市场结构
　　　　二、品牌市场结构
　　　　三、区域市场结构
　　　　四、渠道市场结构

第四章 2007-2008年中国半导体晶圆片市场供需监测分析
　　第一节 需求分析
　　　　一、产品需求
　　　　二、价格需求
　　　　三、渠道需求
　　　　四、购买需求
　　第二节 供给分析
　　　　一、产品供给
　　　　二、价格供给
　　　　三、渠道供给
　　　　四、促销供给
　　第三节 市场特征分析
　　　　一、产品特征
　　　　二、价格特征
　　　　三、渠道特征
　　　　四、购买特征

第五章 2007年中国半导体晶圆片市场竞争格局与厂商市场竞争力评价
　　第一节 竞争格局分析
　　第二节 主力厂商市场竞争力评价
　　　　一、产品竞争力
　　　　二、价格竞争力
　　　　三、渠道竞争力
　　　　四、销售竞争力
　　　　五、服务竞争力
　　　　六、品牌竞争力

第六章 影响2008-2010年中国半导体晶圆片市场发展因素
　　第一节 有利因素
　　第二节 不利因素
　　第三节 政策因素

第七章 2008-2010年中国半导体晶圆片市场趋势预测
　　第一节 产品发展趋势
　　第二节 价格变化趋势
　　第三节 渠道发展趋势
　　第四节 用户需求趋势
　　第五节 服务发展趋势

第八章 2008年半导体晶圆片市场发展前景预测
　　第一节 国际市场发展前景预测
　　　　一、国际产业发展前景
　　　　二、2010年国际市场的发展预测
　　　　三、世界范围市场的发展展望
　　第二节 中国市场的发展前景
　　　　一、市场规模预测分析
　　　　二、市场结构预测分析
　　　　三、晶圆业带动半导体产业发展
　　第三节 我国资源配置的前景
　　第四节 中长期预测
　　　　一、2008-2010年经济增长与需求预测
　　　　二、2008-2010年行业总产量预测
　　　　三、我国中长期市场发展策略预测

第九章 国内主要生产企业盈利能力比较分析
　　第一节 2003-2008年8月半导体晶圆片行业利润总额分析
　　　　一、2003-2008年8月行业利润总额分析
　　　　二、不同规模企业利润总额比较分析
　　　　三、不同所有制企业利润总额比较分析
　　第二节 2003-2008年8月销售毛利率分析
　　第三节 2003-2008年8月销售利润率分析
　　第四节 2003-2008年8月总资产利润率分析
　　第五节 2003-2008年8月净资产利润率分析
　　第六节 2003-2008年8月产值利税率分析

第十章 2008-2010年中国半导体晶圆片产业投资分析
　　第一节 投资环境
　　　　一、资源环境分析
　　　　二、市场竞争分析
　　　　三、税收政策分析
　　第二节 投资机会
　　第三节 产业政策优势
　　第四节 投资风险及对策分析
　　第五节 投资发展前景
　　　　一、市场供需发展趋势
　　　　二、未来发展展望

第十一章 2008-2010年半导体晶圆片产业投资策略
　　第一节 产品定位策略
　　　　一、市场细分策略
　　　　二、目标市场的选择
　　第二节 产品开发策略
　　　　一、追求产品质量
　　　　二、促进产品多元化发展
　　第三节 渠道销售策略
　　　　一、销售模式分类
　　　　二、市场投资建议
　　第四节 品牌经营策略
　　　　一、不同品牌经营模式
　　　　二、如何切入开拓品牌
　　第五节 服务策略

第十二章 投资建议
　　第一节 产业市场投资总体评价
　　第二节 中.智.林.产业投资指导建议

图表目录
　　图表 2005-2009年全球半导体材料市场规模及预测
　　图表 2002-2007年全球硅晶圆出货面积及销售收入情况
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　　图表 2008年全球十佳晶圆加工设备商（营收大的供应商）
　　图表 2008年全球十佳晶圆加工设备商（营收较小的供应商）
　　图表 2006-2007全球晶圆厂商市场占有率
略……

了解《2008-2010年中国半导体晶圆片产业分析及前景分析预测报告》，报告编号：02A9839，
请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，
Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：https://www.20087.com/2009-03/R_2008_2010bandaotijingyuanpianchanyefBaoGao.html
热点：晶圆图片、半导体晶圆片上市公司、芯片晶圆、半导体晶圆片里铝条是啥样的、半导体晶圆上市公司龙头、半导体晶圆片侧边抛光机、晶圆是什么、半导体晶圆片有辐射吗、晶元半导体
了解更多，请访问上述链接，以下无内容！
image1.png




